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摘要(译)

本实用新型提出了一种OLED面板封装结构以及形成该封装结构的封装方
法，该封装结构包括基板、连接电极、有机发光二极管、盖板以及玻璃
墙，所述玻璃墙呈闭环状并与基板和盖板一起形成密闭空腔。其形成该
封装结构的封装方法包括制作玻璃墙及对位粘接两大步骤，有益效果在
于使盖板不易因为受力发生形变而接触有机发光二极管，可以有效保护
有机发光二极管免受损害；同时在玻璃墙中直接掺杂后利用玻璃墙自身
与基板和盖板粘接的结构可以进一步增加密封的可靠性，同时由于玻璃
墙整体参杂，该特征可以进一步克服通常粘接过程中由于温差应力导致
的裂纹产生。该封装结构特别适合于大尺寸OLED器件的封装，提高有机
发光二极管的使用可靠性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/aaaf528f-ed1c-403d-b071-cc2867e84adc
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049319890/publication/CN203242626U?q=CN203242626U
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN203242626U

